
2層・3層FCCL基板に適した高屈曲性電解銅箔
Highly flexible ED Copper Foil for 2Layer/3Layer FCCL

この製品はハイエンドのFCCL基板用途に最適です
Excellent Copper Foil characteristic for Advance Flexible Board application.

◎ 三井金属の高屈曲銅箔は、柔軟性があり曲げ性が優れています
Mitsui proprietary high bending property copper foil with excellent flexural characteristic and bending performance.

◎ 樹脂側の表面粗さが小さいため、微細回路形成に有利です
Reversed-Treated copper foil with lower profile on bonding surface which has excellent advantages on fine circuit.

◎ 表面粗さが小さいことで高速・高周波製品向けとして優れた伝送特性をもっています
Excellent performance in Signal lost for High Speed High frequency FPCB application.

◎ お客様の需要に十分な生産能力をもっています
Good track record of reliable and advance production capability to fulfil customers’ volume requirement.

● 圧延箔の耐折性と同等
Equivalent dead-fold flexibility performance to RA foil

● L/S = 45/35μm エッチングファクター3.5（回路厚20μm）
Etching factor marked 3.5 around when forming 
L/S=45/35μm circuitry on 20μm thick Cu

** 9μm 3EC-M2S-HTE は微細な回路形成にてきしています
9μm 3EC-M2S-HTE is good for Fine Line Patterning.

● 通常のHTE電解銅箔よりも優れた屈曲特性
Advantageous flexibility to conventional HTE grade ED foil

条件:
● 2層両面板（12μm/1mil/12μm）
● 銅箔幅：1cm
● 押し圧：10kgf

耐折性 Dead-fold flexibility

細線形成性 Etching performance for fine line
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